1 

Fir-st Pag e - WINDOWS, Document: DEI 9-732 64 5- 


E POD OC ======== 

TI - Combination chip card manufacturing method 

AB - The manufacturing method has an ^enna coil (2) 4^Lth free coil ends (3,4) 
applied to a coil carrier (1) arid'' covered by at least one further card 
layer (6), before lamination of the successive layers to provide the card 
body. The coil ends are provided with beads (5) of a solder paste or 
conductive adhesive before application of the further card layer, 
revealed after lamination of the card for providing contacts for the chip 
module (10) inserted in a recess (9) formed in the surface of the card 
above the coil ends. 
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TI - Combination chip card manufacturing method - has conductive beads applied 
to free ends of antenna coil revealed after lamination of card body for 
providing contacts for chip module fitted in recess in surface of card 

AB - DE19732645 The manufacturing method has an antenna coil (2) with free 

coil ends (3,4) applied to a coil carrier (1) and covered by at least one 
further card layer (6), before lamination of the successive layers to 
provide the card body. 

- The coil ends are provided with beads (5) of a solder paste or conductive 
adhesive before application of the further card layer, revealed after 
lamination of the card for providing contacts for the chip module (10) 
inserted in a recess (9) formed in the surface of the card above the coil 
ends . 

- ADVANTAGE -Provides reliable connections between chip module and antenna 
coil . 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder emgerelchten Unrterlacjen entnommen 

Prtifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
® Verfahren zur Herstellung einer Combi-Chipkarte 
(57) Bei einem Verfahren zur Herstellung einer sowohl fur 

eine kontaktbehaftete als auch fur erne kontaktfreie Si- 
gnal- und Energieubertragung geeigneten Chipkarte mit 

einer als Antenne wirkenden r freie Spulenenden (3, 4) auf- 

weisenden Spule (2) werden auf die Spulenenden (3, 4) 

vordem Oberdecken der Spule (2) mit einer wet te ran Kar- 

tenschicht (6) Hocker (5) aus leitfahigem Material aufge- 

bracht, die nach dem Laminieren des Kartenkorpers wie- 

der freigelegt werden. 
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Bcschreibung 

Die Erfindung betnfft cin Verfahren zur Herstellung einer 
sowohl fur cine kontaktbehafterc als auch fiir cine kontakt- 
freie Sigual- und EnergieUbertragung geeignelen Chipkarte 5 
gemaB dem Oberbegriff des Anspruches 1 . 

Chipkarten dieser Art werden als Combi- Chipkarten be- 
zeichnet und als Kreditkarten, Teiefonkarten etc. verwendet. 
Sic wciscn cincn Spcichcrchip auf, auf dem Da ten gespei- 
chert werden konnen. Das Abspeichern und Auslesen der 10 
Daten erfolgt entweder kontaktbehaftet, d. h. indem entspre- 
chende, an der Oberfiache der Karte angeordnete AnschluB- 
kontakte des Chips rait entsprechenden AnschluBkontakten 
einer externen T >ese-/S c h re ibvor rich rung verbunden werden, 
oder kontaktfrei, d. h. iiber eine Antenne, die im Inneren des 15 
Kartenkorpers angeordnet ist. 

Combi- (Chipkarten werden iiblicheiAvcise derart herge- 
stellt, daB nach dem Laminieren des Kartenkorpers, in dem 
sich bereita die Antenne in Form einer Spule beftndet, von 
einer Seite der Chipkarte her eine Kavitat eingefrast wird, 20 
um anschlieBend den Chipmodul in diese Kavitat einsetzen 
zu konnen. Dieses Einfrasen uiufi derart erfolgen, daB die 
Spulenenden, mit denen die AnschluBkontakte des Chips 
verbunden werden sollen, freigefrast werden. Diese stellt 
ein nicht UDerhebliches technisches Problem dar 7 da die 25 
Dickc der Spulc typischcr Wcisc nur 18 mm odcr 35 mm bci 
gealzten Spulen bzw. 40 mm bei gewiekelten Spulen be- 
tragt. Es miissen daher beim Frasen sehr kleine Toleranzbe- 
reiche eingehalten werden. Frschwert wird dieses Problem 
noch dadurch, daB die Hoheniage der Spulenenden durch 30 
den LaminicrprozcB variicrcn kann. Werden die Spulenen- 
den zu weit oder zu wenig angefrast, fuhrt dies haufig zu 
AusschuB oder einem spateren Funktionsausfall der Chip- 
karte. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 35 
fahren der eingangs genannten Art zu schafTen, mit dem das 
Freilegen der Spulenenden auf sehr zuverlassige und sichere 
Weise durchgefuhrt werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfmdungsgemaB durch die Merk- 
male des Anspruches 1 gelost. Vorteilhafte Ausfuhrungsfor- 40 
men der Erfindung sind in den Unteranspruchen bescbrie- 
ben. 

Beim erfindungsgemaBen Verfahren werden auf die Spu- 
lenenden vor dem Oberdecken der Spule mil der weileren 
Kartenschicht Hocker aus leitfahigem Material aufgebracht, 45 
die nach dem T.aminieren des Kartenkorpers freigelegt und 
zumindest zum Teil abgetragen werden. 

Das crfindungsgcmaBc Verfahren bictct den Vortcil, daB 
durch das Aufbringen eines Hookers oder "Bumps" auf je- 
des Spulenende diese Spulenenden entsprechend verdickt, 50 
d. h. erhoht, werden, so daB die Wahrscheinlichkeit, daB 
z. B. ein Fraser diese verdickten Spulenenden einerseits in 
geniigendem AusmaB und andcrcrscits nicht zu ticf frcifrast, 
um ein Vielfaches erhoht wird. Hierdurch kann AusschuB 
bei der Kartenherstellung bzw. die Gefahr eines spateren 55 
Funktionsausfalls der Karte betrachtlich verringert werden. 

Vorteilhafterweise bestehen die Hocker aus Lotpaste oder 
einem leitfahigen Kleber, beispielsweise SilberleitkJeber. 

Das Freilegen der Hocker erfolgt zweckermaBiger weise 
beim Einbringen der Kavitat, in welche der Chipmodul ein- 60 
gesetzt wird. AlLernaliv hierzu ist es jedoch auch mdglich, 
das Freilegen der Hocker und das Einbringen der Kavitat in 
zwei getrennten Frasschritten durchzufuhren. 

GemaB einer vorteiihaften Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung bestehen die Hocker aus Lotpaste, die nach dem Ein- 65 
setzen des Chipmoduls in die Kavitat durch Warme aufge- 
schmolzen wird, welche iiber den Chipmodul zur Lotpaste 
geleiter wird. Bei dieser Ausfuhrungsform enr.fallt somir der 


Schritt, daB nach dem Einbringen der Kavitat zunachst Lot- 
paste oder ein leitfahiger Kleber auf die freigelegten Spulen- 
enden aufgebracht werden muB, um eine elektrisch dauer- 
hafte Vcrbindung zwischen den AnschluBkontakten des 
Chipmoduls und den Spulenenden zu schaffen. AUernaliv 
hierzu ist es jedoch auch jederzeit moglich, vor dem Einset- 
zen des Chipmoduls zusatzliche Lotpaste oder lei tfahi gen 
Kleber auf die freigelegten Spulenenden oder die entspre- 
chenden AnschluBkontakte des Chipmoduls aufzubringen. 

GentaB einer vorteiihaften Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung werden nach dem Laminieren der einzelnen Schichten 
die Hocker oder Spulenenden angefrast, wobei die relative 
Hohenposition eines Fraskopfes zu den Hockern oder Spu- 
lenenden automatisch uberwacht. wird, indem bei Kontakt 
des Fraskopfes mit den Hockern oder Spulenenden ein elek- 
trisches Signal abgegeben wird. Bei dieser Ausfuhrungs- 
form kann somit mittels einer entsprechenden Steuerung ex- 
akt der Auftreffpunkt des Fraskopfes auf den Spulenenden 
bestimmt. und dieser Auftreffpunkt als Startposition fur ei- 
nen definierten weiteren Vorschub des Fraskopfes verwen- 
det werden. Dieses Verfahren bietet ebenfalls den Vorteil, 
dafi die Spulenenden auf sehr exakle Weise bis in die ge- 
wunschte Tiefe freigefrast werden konnen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen 
naher eriautert In diesen zeigen; 

Fig. 1 cine Draufsicht auf cincn Spulentrager mit Spulc, 

Fig. 2A-2E schemalische Seitenansichten eines erfin- 
dungsgemaBen Spulentragers bzw. einer erfindungsgema- 
Ben Chipkarte zur Verdeutlichung der einzelnen Herstell- 
sc hritte, 

Fig. 3A-3C schcmatischc Seitenansichten eines Aus- 
schnitts einer Chipkarte zur Verdeutlichung eines alternati- 
ven Ilerstellverfabrens, 

Kg. 4A-4C Ansichten schrag von oben auf die gesamte 
Chipkarte gemaB den Fig. 3 A-3C, und 

Fig. 5 ein Ablaufdiagramm zur Verdeutlichung des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens gemaB der zweiten Ausfuhrungs- 
form. 

Wie aus der Fig. 1 ersichtlich, wird zunachst auf einem 
Spulentrager 1, der aus einem dunnen, nichtleitendem 
Kunststoffblatt besteht, eine als Antenne wirkende Spule 2 
ausgebildet. Die Spule 2 weist mehrere, im vorliegenden 
Ausfuhrungsbeispiel fiinf, nebeneinanderliegende Windun- 
gen auf. Das Aufbringen der Spule 2 auf den Spuientrager 1 
kann auf bekannte Weise erfolgen, beispielsweise durch ein 
At.z-, Wickel- oder Druck verfahren. Tn dem in den Fig. 1 bis 
2E dargestelltem Ausfuhrungsbeispiel besteht die Spule 2 
aus gcatztcn Kupfcrlcitcrbahncn auf einem PVC- Spulentra- 
ger 1. 

Die beiden freien Spulenenden 3, 4 liegen auBerhalb der 
Windungen der Spule 2 an einer genau vorher bestimrnten 
Position auf dem Spulentrager 1. 

Anhand der Fig. 2A bis 2E, die eine lcdigb'ch im Bcrcich 
der Spulenenden 3, 4 geringfugig anders gesLallete Ausfuh- 
rungsform einer Combi-Chipkarte bzw. von Teilen davon 
zeigen, werden im folgenden die einzelnen Schritte zur Kar- 
tenherstellung beschrieben. 

Nach Herstellung des Spulentragers 1 wird zunachst, wie 
aus Fig. 2A ersichtlich, jeweils ein elektrisch leitfahiger 
Hocker 5 aus Lotpaste, Silberleitkleber oder einem annli- 
chen elektrisch leilfabigem Material auf die Spulenenden 3, 
4 aufgebracht Die Hocker 5 weisen ein Mehrfaches der 
Hohe der Spulenenden 3, 4 auf und konnen, wie in Fig. 2 A 
gezeigt, eine domformige Gestait haben. 

Nach dem Aushartcn der Hocker 5 werden, wie aus Fig. 
2B ersichtlich, auf die Oberseite des Spulentragers 1 bzw. 
der Spule 2 eine weitere Kartenschicht 6 und auf die Unter- 
seife des Spulentragers 1 eine weitere Kartenschicht 7 auf- 
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gebracht. Dcr Spulentrager 1 wird zusamrnen mit diesen 
K arte nschich ten 6, 7 zu einem einheitlichen Kartenkorper 
laminiert. Weiterhin konnen zusatzliche, nicht dargestellte 
Deck- und Kratzscbutzfolicn cin- odcr bcidscitig auf den 
Kartenkorper auflaixunien werden. Die Spulenenden 3, 4 
mit den aufgebracbten leitfahigen Hockem 5 befinden sich 
nun an einer definierten S telle im Inneren des Kartenkor- 
pers. Die Spule 2 kann sowohl symmetrisch als auch asym- 
mctrisch in bczug auf die Kartcndickc cingebracht scin, wo- 
bei jedoch eine symmetrische. d. h. mittige Anordnung be- 
vorzugt ist, da hierdurch ein groBtrnoglicher Sehutz der 
Spule gewahrleistet 1st und die Spule 2 beim Biegen der 
Chipkarte nach beiden Seiten letztendlich am geringsten be- 
an sprucht wird. 

Als nachster Schritt, der in Fig. 2C angedeutet ist, wird 
mittels eines Frasers 8 eine Kavitat 9 von der Oberseite des 
Kartenkorpers her eingefrast. Diese Kavitat 9 dient zur Auf- 
nahme eines in Fig. 2D dargestellten Chipmoduls 10. Die 
Position und Tiefe der Kavitat 9 wird derart. gewahlt, daB die 
beiden Hocker 5 der Spulenenden 3, 4 tiberfrast, d. h. teil- 
weise abgetragen werden und offen sichtbar in der Kavitat 9 
zuin Vorschein konmien. Weiterhin weist die Kavitat 9 einen 
vertieften Bereich 9a auf, der sich zwischen den Spulenen- 
den 3, 4 und den Hockern 5 weiter nach unten, beispiels- 
weise bis zur Oberflache des Spulentragers 1. Dieser ver- 
ticrtc Bereich 9a dcr Kavitat 9 dicnt zur Aufnahmc cincr 
Kapsel U (Globe lop) des ChipnioduLs 10, die in bekannier 
Weise aus einer VergieBmasse aus Ilarz bestebt und zur Bin- 
kapselung eines Chips 12 und von Drahtchenverbindungen 
13 dient, welche an der Unterseite des Chipmoduls 10 ange- 
ordnct sind (Fig. 2D). 

Die AnschiuBdrahtchen 13 des Chips 12 stehen mit fia- 
chen AnschluBkontakten 14 in Verbindung. welche auf der 
Unterseite des C^hipmoduts 10 auBerhalb der Kapsel 11 der- 
art angeordnet sind, daB sie beim Einsetzen des Chipmoduls 
10 in die Kavitat 9 auf den Hfickern 5 der Spulenenden 3, 4 
zu liegen kornmen. 

AnschlieBend wird der Chipmodul 10 mit seinen An- 
schluBkontakten 14 auf die Hocker 5 aufgesetzt (Fig. 2E). 
Die Verbindung zwischen den AnschluBkontakten 14 und 
den Hockern 5 bzw. den Spulenenden 3, 4 kann in dem Fall, 
daB die Hocker 5 aus Lotpaste bestehen, beispiels weise 
durch thermisches Aufschmelzen der Hocker 5 erfolgen, in- 
dent Wilrnie uber den Chipmodul 10 eingebrachL wird, wel- 
che die Lotpaste zum Schmelzen bring t. Altemativ ist es 
auch moglich, vor dem Rinsetzen des Chipmoduls 10 in die 
Kavitat 9 einen leitfahigen Kleber oder Lotpaste auf die frei- 
gefrasten Obcrscitcn dcr Hocker 5 bzw. die AnschluBkon- 
lakle 14 des Chipmoduls 10 aufzubringen, der bzw. die dann 
fur eine feste und leitfahige Verbindung zwischen den An- 
schluBkontakten 14 und den Hockern 5 bzw. den Spulenen- 
den 3, 4 sorgt 

Dieses Vcrfahrcn bictct den Vorteil, kostcngiinstigc gc- 
alzte oder gedruckte Spulen mil sehr geringen Leilerbahn- 
hohen auch bei Combt-Cbipkarten zum Einsatz zu bringen 
und dennoch relativ groBe Toleranzbereiche fur die Einfra- 
stiefe der Kavitat 9 zur Verfugung zu haben. 

Anhand der Fig. 3A-5 wird im folgenden eine weitere 
Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens be- 
schrieben. 

Die Fig. 3 A und 4 A zeigen schemalisch einen Karlenkor- 
per nach dem Laminieren der einzelnen Kartenschichten. In- 
nerhalb dieses Kan.enkorpers befindet. sich wiederum eine 
Spule 2, wie durch die gestrichehen Linien in Fig. 4 A ange- 
deutet ist. Beim gczcigtcn AusfuhrungsbcispicI handclt cs 
sich bei der Spule 2 urn eirje gewickelte Spule mit rundem 
Spulendrahtquerschnitt. Es konnen jedoch wiederum, wie 
im Fall der ersten Ausfuhrungsform, geatzte oder gedruckte 


Spulen mit rechteckigem Querschnitt verwendei werden. 

Wie aus den Fig. 3B und4B ersichtlich, werden zunachst. 
von der Oberseite des Kartenkorpers her erste Vertiefungen 
15 in den Kartenkorper eingefrast, die sich genau obcrhalb 
5 der Spulenenden 3, 4 befinden und deren Durchmesser in 
etwa der Breite der Spulenenden 3, 4 entsprechen. Der Ab- 
stand zwischen der Kartenkorperoberflache oder eines belie- 
bigen anderen, sich oberhalb dieser Kartenkorperoberflache 
befindenden Rcfcrcnzpunktcs und dem obcrstcn Punkt dcr 

10 Spulenenden 3, 4 bzw. dem obersten Punkt eines auf den 
Spulenenden 3, 4 aufgebracbten Ilockers 5 ist mit yl be- 
zeichnet. Mittels einer entsprechender, nicht dargestellten 
Sensorik wird die relative Hohenposition des Frasers 8 zu 
den Spulenenden 3, 4 soweit uberwacht bzw. geregelt, daB 

15 beim ersten Kontakt des F'raserkopfes mit den Spulenenden 
3, 4 ein elektrisches Signal ausgelost wird. Mit Hilfe dieses 
elektrischen Signals kann somit bestimmt werden, in wel- 
cher Hohenposition der Fraserkopf das entsprechende Spu- 
lenende 3, 4 zum ersten Mais beruhrt. 

20 Die Hohenlage dieses ersten Kontakts mit den Spulenen- 
den 3, 4 kann als Startposition fur ein gezieltes wei teres Vor- 
schubmaB Dy2 dienen, das genau auf die Hohe der Spulen- 
enden 3, 4 (bzw. der auf diesen Spulenenden 3, 4 vorgesehe- 
nen Hdcker 5) abgestimmt ist und das MaB angibt, um das 

25 die Spulenenden 3, 4 (bzw. die Hocker 5) angefrast werden 
sollcn. 

In dem in den Fig. 3A bis 3C gezeigten Ausfubrungsbei- 
spiel entspricht Dy2 dem halben Durchmesser der Spulen- 
enden 3, 4, so daB die Spulenenden 3, 4 genau zur Halfre ab- 

30 gefrast werden. Hierdurch ist im Fall eines kxeisftjrmigen 
Qucrschnitts dcr Spulenenden 3, 4 die groBtmoglichc Spu- 
lenendenflache freigefrast, wodurch eine zuverlassige Lot- 
oder Leitkleberverbindung zu den AnschluBkontakten 14 
des Chipmoduls 10 gewahrleistet werden kann. 

35 Nach dem Frasen der ersten Vertiefungen 15 wird die Ka- 
vitat 9 fur den Chipmodul 10 ausgefrast, was in Fig. 5 mit 
"Geometrie Frasen" bezeichnet ist. 

DieBestimmung der definierten Startposition beim ersten 
Kontakt des Fraserkopfes mit den Spulenenden 3, 4 bzw. 

40 den Hockem 5 ist technisch relativ einfach zu realisieren, da 
der Kartenkorper elektrisch isolierend isL Dieses Verfahren 
bietet eine hohe Genauigkeit beim Anfrasen der Spulenen- 
den 3, 4 unabhangig von der Spulenlage innerhalb des Kar- 
tenkorpers, so daB AusschuB beim Herstellen der Chipkarte 

45 und spatere Funktionsausfalle minimiert werden konnen. 

Das Einsetzen des Chipmoduls 10 in die Kavitat 9 und 
das Verbinden der AnschluBkontakte 14 mit den Spulenen- 
den 3, 4 bzw. 

den Hockem 5 kann auf dieselbe Weise wie bei der erslen 
50 Ausfuhrungsform erfolgen. 

Paten tanspriiche 


5.S 


60 


1. Verfahren zur Herstellung einer sowohl fur eine 
kontaktbehaftete als auch fur eine kontaktfreie Signal- 
und Energieubertragung geeigncten Chipkarte, wobei 
eine als Antenne wirkende freie Spulenenden (3, 4) 
aufweisende Spule (2) ausgebildet und anschlieBend 
von mindestens einer weiteren Kartenschicht (6) uber- 
deckt wird, worauf die einzelnen Schichten (1, 6, 7) zu 
einem einheitlichen Kartenkorper laminierl werden, in 
den von einer Seite her im Bereich der Spulenenden (3, 
4) eine Kavitat (9) zum Einsetzen eines Chipmoduls 
(10) eingebrachl wird, wobei AnschluBkontakte (14) 
des Chipmoduls (10) mit den Spulenenden (3. 4) in 
elektrische Verbindung gebracht werden, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB auf die Spulenenden (3, 4) vor dem 
Uberdecken der Spule (2) mit der weiteren Karten- 
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schicht (6) Hocker (5) aus leitfahigem Material aufge- 
bracht werden, die nach dem Laminieren des Kanen- 
korpers freigeiegt und zumindest zum Teii abgetragen 
wcrdcn. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadureh gekennzeieh- 5 
net, daB die Hocker (5) aus Lotpaste oder leitfahigem 
Kleber bestehen. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadureh gekenn- 
zcichnct, dafi das Frcilcgcn dcr Hocker (5) bcirn Ein- 
bringen der Kavi tat (9) erf big t. 10 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadureh gekennzeichnet, daB das Freilegen der 
Hocker (5) durch Frasen erfolgt. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadureh gekennzeichnet, dafi die Hocker (5) aus 15 
Lotpaste bestehen, die nach dem Einsetzen des Chip- 
moduls (10) in die Kavitat (9) durch Warme aufge- 
schmolzen wird, welche iiber cien Chipmodul (10) zur 
T^otpaste geleitet wirdL 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 20 
che, dadureh gekennzeichnet, daB nach dem Larninie- 
ren der einzelnen Sehiehten (1, 6, 7) die Hocker (5) 
oder Spulenenden (3, 4) angefrast werden, wobei die 
relative HQhenposition eines Fraserkopfes zu den Hok- 
kern (5) oder Spulenenden (3, 4) automatisch iiber- 25 
wacht wird, indem bci Kontakt des Frascrkopfcs mit 
den Hockern (5) oder Spulenenden (3, 4) ein eleklri- 
sches Signal abgegeben wird. 
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